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宁波江丰电子材料股份有限公司 

2024 年度财务决算报告 

报告期内，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严

格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，

公司所编制的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标

准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZF10194号）。现将 2024年度财

务决算情况报告如下： 

一、 主要财务指标及其变动情况  

（一）主要会计数据和财务指标 

单位：人民币元 

 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 

营业收入（元） 3,604,962,847.84 2,601,608,568.67 38.57% 2,325,223,350.66 

归属于上市公司股东的净

利润（元） 
400,564,027.03 255,474,568.79 56.79% 264,337,699.57 

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润

（元） 

303,505,740.66 155,706,191.91 94.92% 218,234,601.75 

经营活动产生的现金流量

净额（元） 
-96,329,842.68 251,025,634.23 -138.37% 15,101,293.19 

基本每股收益（元/股） 1.51 0.96 57.29% 1.11 

稀释每股收益（元/股） 1.51 0.96 57.29% 1.11 

加权平均净资产收益率 9.24% 6.25% 2.99% 11.37% 

 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末 

资产总额（元） 8,689,443,785.51 6,271,647,079.35 38.55% 5,098,357,585.13 

归属于上市公司股东的净

资产（元） 
4,501,834,620.36 4,174,314,633.25 7.85% 4,006,729,778.54 

 二、公司主营业务及其经营状况的分析 

（一）主营业务 

公司主要专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件的研发、生产和销
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售，其中超高纯金属溅射靶材包括铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及各种超高纯金属

合金靶材等，这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器的物理气

相沉积（PVD）工艺，用于制备电子薄膜材料。半导体精密零部件包括金属、陶

瓷、树脂等多种材料经复杂工艺加工而成的精密零部件，主要用于半导体芯片以

及平板显示器生产线的机台，覆盖了包括 PVD、CVD、刻蚀、离子注入以及产

业机器人等应用领域，其生产过程对于材料精密制造技术、表面处理特种工艺等

技术要求极高，产品主要出售给晶圆制造商作为设备使用耗材或出售给设备制造

商用于设备生产。 

（二）主要产品 

1、超高纯金属溅射靶材 

公司主要生产超高纯金属溅射靶材，包括超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环

件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。 

（1）超高纯铝靶材 

超高纯铝及其合金是目前使用最为广泛的半导体芯片配线薄膜材料之一。在

其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，

通常要求达到 99.9995%（5N5）以上，平板显示器用铝靶的金属纯度略低，分别

要求达到 99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。目前，公司生产的铝靶已经广

泛应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器制造等领域。 

（2）超高纯钛靶材及环件 

在超大规模集成电路芯片中，超高纯钛是被广泛应用的阻挡层薄膜材料之一。

钛靶材及环件则是应用于 130-5nm 工艺当中，钛靶材及环件配套使用，其主要功

能是实现更好的薄膜性能，以达到更高的集成度要求。目前，公司生产的钛靶、

钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域。 

（3）超高纯钽靶材及环件 

在先端的铜制程超大规模集成电路芯片中，超高纯钽是阻挡层薄膜材料。钽

靶材及环件是在 90-3nm 的先进制程中必需的阻挡层薄膜材料，主要应用在最尖

端的芯片制造工艺当中。因此，钽靶材及环件是靶材制造技术难度最高、品质一

致性要求最高的尖端产品，在此之前仅有少数几家跨国公司能够生产。特别是钽

环件生产技术要求极高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的



宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 

核心技术。近年来随着高端芯片需求的增长，钽靶材及环件的需求大幅增长，全

球供应链极其紧张。目前，公司生产的钽靶材及环件主要用于超大规模集成电路

芯片制造领域。 

（4）超高纯铜靶材及环件 

超高纯铜靶材及铜锰、铜铝合金靶材是目前使用最为广泛的先端半导体导电

层薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金

属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9999%（6N）以上，平板显示器用铜靶的

金属纯度略低，分别要求达到 99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。铜及铜合

金作为导电层通常用于 90-3nm 技术节点的先端芯片中。特别是铜锰合金靶材制

造难度高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近

年来随着高端芯片需求的增长，铜锰合金靶材的需求大幅增长，全球供应链极其

紧张。公司生产的铜及铜合金靶材主要用于超大规模集成电路芯片、平板显示器

制造领域。 

2、精密零部件 

半导体精密零部件是半导体设备制造中难度较大、技术含量较高的环节，具

有精度高、多品种、小批量、尺寸特殊、工艺复杂、要求严苛等特性，主要应用

于高端半导体刻蚀、沉积、离子注入等设备，主要包括传输腔体、反应腔体、膛

体、圆环类组件（ring）、腔体遮蔽件（shield）、保护盘体（disc）、冷却盘体

（cooling arm）、加热盘体（heater）、气体分配盘（shower head）、气体缓冲盘

（block plate）、模组组件等；材料包括金属类（不锈钢、铝合金、钛合金）、非

金属类（陶瓷、石英、硅、高分子材料）等；制造工艺包括超精密加工、扩散焊、

氩弧焊、真空钎焊、表面处理、阳极氧化、等离子喷涂、热喷涂、特殊涂层、超

级净化清洗等。在芯片先进制程生产工艺中，各种精密零部件作为耗材被广泛使

用，零部件产品对金属材料精密制造技术、表面处理特种工艺等技术要求极高。

目前，公司生产的零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于

超大规模集成电路芯片制造领域。 

（三）主要经营模式 

1、采购模式 

公司依据销售订单和生产计划制定具体的采购计划，结合主要原材料的现有
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库存量、采购周期、在途时间等因素计算具体的采购数量，并确保一定的安全库

存量。对于主要原材料的采购，公司已经建立了稳定的原材料供应渠道，与主要

供应商结成了长期稳定的战略合作伙伴关系，根据制定的采购计划实施采购；对

于其他原材料的采购，公司通常会选择 2-3 家合格供应商（单一供应商除外），

建立多家供货渠道，经询价后确定供应商并及时采购入库。针对日本供应商，公

司主要通过全资子公司日本江丰直接采购，以及日本江丰通过三菱化学旗下的综

合商社向其采购高纯金属原材料。 

2、生产模式 

由于公司的终端用户多为世界一流芯片制造企业，各客户拥有独特的技术特

点和严苛的品质要求，为此公司根据客户的个性化需求采取了定制化的生产模式。

研发生产的产品在材料、成分、形状、尺寸、性能参数等诸多方面存在着不同，

公司生产具有“多品种、小批量”的特点。在产品研发及设计前期，公司要投入大

量精力与终端客户进行技术、品质、性能的交流，当产品通过客户评价后，生产

部门在接到来自销售部门的客户订单后，即根据订单制定生产计划，实行“以销

定产”的生产模式。 

公司已经掌握了超高纯金属溅射靶材生产中的核心技术，形成了晶粒晶向控

制、材料焊接、精密加工、产品检测、清洗包装等在内的完整业务流程，通过合

理调配机器设备和生产资源自主组织生产，实行柔性化生产管理。在半导体先进

制程领域，公司持续紧跟下游客户不同的技术路线演变需求和变革需求，从而实

现先进制程领域超高纯金属溅射靶材在客户端的规模化量产。同时，公司将在半

导体用超高纯金属溅射靶材领域长期积累的技术研发、品质保障、客户服务等能

力成功应用到半导体精密零部件领域，迅速拓展了精密零部件产品线。 

3、销售模式 

由于超大规模集成电路产业对溅射靶材和零部件的产品质量、性能指标等有

着较为严苛的要求，因此，公司下游客户存在严格的供应商和产品认证机制。公

司与潜在客户初步接触之后，需要经过供应商初评、产品报价、样品检测、小批

量试用、稳定性检测等认证程序之后，才能成为合格供应商并批量供货。 

公司与客户的销售模式包括直销和商社代理销售模式。直销模式下，公司及

公司的具体产品通过了客户认证评价后，由客户向公司下达月度或季度订单，公
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司按约定的交货期向客户发货。商社代理模式则是指公司的日本终端客户通过三

菱化学旗下的综合商社等知名商社向公司采购产品的模式。该模式在日本制造业

企业中较为普遍，其业务流程为最终客户首先与综合商社签订采购合同，综合商

社再与公司签订合同，公司按照合同要求发货至综合商社指定仓库，由综合商社

向公司支付货款。公司全资子公司日本江丰成立后，公司日本终端客户也可以通

过日本江丰直接向公司采购。 

公司当前的经营模式是基于超高纯金属溅射靶材、精密零部件产品原材料供

应情况、生产工艺、公司所处行业市场竞争格局确定的，报告期内未发生重大变

化。报告期内，公司的主营业务一直专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零

部件的研发、生产和销售，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。 

（四）主要的业绩驱动因素 

1、集成电路行业发展前景良好 

随着芯片技术的创新突破及迭代升级，以及其在终端应用领域的持续扩展和

快速发展，市场对于芯片的需求愈发强劲。这种强劲的消费需求成为驱动晶圆制

造商扩大产能的重要动力。近年来，全球晶圆制造商纷纷投资建设新的产能，同

时国内晶圆制造商也充分布局产能扩张，进而带动了整个半导体产业的发展，也

带动了溅射靶材和半导体精密零部件市场的持续扩容。全球集成电路产业的持续

向好发展，为公司业绩的增长提供了强有力的正向驱动力。 

2、超高纯金属溅射靶材市场需求持续上升 

随着芯片向先进制程的演进，市场对靶材的纯度和工艺精度提出了更为严苛

的要求，人工智能（AI）、5G 通信、物联网（IoT）等前沿技术的迅速普及和广

泛应用，催生了芯片需求的持续大幅增长，也带动了溅射靶材终端应用领域的进

一步扩大，全球溅射靶材市场规模稳定增长。 

公司在半导体用超高纯金属溅射靶材领域拥有深厚的技术积淀、丰富的生产

经验以及稳固的客户基础，已经形成显著的竞争优势。公司把握国内外市场发展

的有利机遇，积极进行多品类产品的战略布局，充分满足客户多样化、定制化的

需求。通过持续的技术创新和市场拓展，公司在全球超高纯金属溅射靶材市场的

占有率不断提升，为未来的持续发展奠定了坚实的基础。 

3、半导体精密零部件产品加速放量 
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半导体精密零部件业务与靶材业务紧密相关，主要有两大需求来源：（1）

晶圆制造商现有设备的零部件定期更换需求；（2）晶圆制造商新购设备生产中

零部件的增量需求。得益于国内芯片制造业蓬勃发展，供应链国产化趋势逐渐加

强，公司抢占市场先机，加大自主创新和研发力度，将在靶材领域长期积累的技

术研发、品质保障、客户服务等能力成功应用到半导体精密零部件领域，推动产

品线迅速拓展，新品加速放量，实现了多品类精密零部件产品在半导体核心工艺

环节的应用。 

（五）报告期主要经营情况 

2024 年，公司坚持科技创新，持续加大研发投入，提升新产品、新技术的研

发能力，强化先端制程产品竞争力，密切跟踪客户需求，努力扩大全球市场份额。

报告期内，公司实现营业收入 36.05 亿元，同比增长 38.57%；实现归属于上市公

司股东的净利润 4.01 亿元，同比增长 56.79%；实现归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益后的净利润 3.04 亿元，同比增长 94.92%。公司完成的主要工作如

下： 

1、超高纯金属溅射靶材市场份额持续扩大，全球化战略扎实推进 

公司锚定国际最前沿的集成电路技术，强化研发投入，形成核心竞争力，并

前瞻性地布局全产业链，满足全球客户的多样化需求，为客户提供综合解决方案。

公司坚持以市场需求为导向，致力于不断创造价值，成为客户最喜爱的公司，报

告期内公司多次荣获客户端最佳供应商、A 级供应商等荣誉，品牌影响力持续提

升。报告期内，客户订单持续攀升，超高纯金属溅射靶材实现销售收入 23.33 亿

元，同比增长 39.51%，公司在全球晶圆制造溅射靶材领域的市场份额进一步扩

大，在技术上和市场份额方面均跻身全球领先行列，成功将过去依赖进口的“卡

脖子”短板转化为参与国际竞争的优势产业。 

报告期内，公司还加速推进全球化战略布局，打造开放、包容与多元化的人

才团队，为扩大全球市场份额夯基垒台；此外，公司充分发挥龙头企业的牵引作

用，着力培育优质原材料供应商，已经实现原材料采购的国内化、产业链的本土

化，构建了安全稳定的供应链体系，进一步拓宽产业护城河。 

2、半导体精密零部件业务发展势头强劲，新品销售持续放量 

公司积极拓展半导体精密零部件业务，现已成为国内多家知名半导体设备公
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司和国际一流芯片制造企业的核心零部件供应商。公司与装备和芯片公司不断加

强合作，突破先进工艺技术，实现了关键核心零部件的批量化生产。公司建设零

部件专线工厂，引育团队，聚焦核心难题，建立独立的研发、客服、制造体系，

加快突破速度。随着公司多个生产基地陆续完成建设并投产，半导体精密零部件

产品线迅速拓展，大量新品完成技术攻关，逐步从试制阶段推进到批量生产，新

品销售持续放量。公司零部件产品已经在物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积

（CVD）、刻蚀（Etch）、离子注入、光刻、氧化扩散等半导体核心工艺环节得

到广泛应用，可量产气体分配盘（Shower head）、Si 电极等 4 万多种零部件，形

成了全品类零部件覆盖。 

半导体精密零部件作为公司的重大战略布局，公司投入大量资源用于新品研

发、人才培养、装备购置等，已经形成了强大的核心竞争力，各类零部件的推动

都得到了客户的强力支持，获得了客户的赞誉，具备良好的品牌口碑。目前，公

司零部件业务仍处在发展初期，后续随着产能的逐步释放，盈利能力将稳步提升。

报告期内，半导体精密零部件业务已成为公司第二大业务板块，销售业绩大幅增

长，实现销售收入 8.87 亿元，同比增长 55.53%。  

3、自主研发与科技创新能力显著增强，创新活力充分激发 

持之以恒的科技创新是发展新质生产力的关键因素。公司坚持以技术创新为

立身之本，不断加大研发投入，充分发挥自主创新优势，着力培养本领域的科创

人才，形成技术实力雄厚、梯队完整的国际一流超高纯金属及溅射靶材、半导体

精密零部件研发、生产、管理团队。报告期内，公司研发费用达 2.17 亿元，同比

增长 26.50%。公司研发成果显著，300mm 铜锰合金靶产量大幅攀升；用于先进

制程的高致密 300mm 钨靶实现稳定批量供货，高端靶材产品竞争力进一步强化；

HCM 钽靶和 HCM 钛靶成功开发并量产，异形靶材品类实现多元化。公司还攻

克了半导体精密零部件及新材料的多项核心技术，为公司业绩增长注入强劲动力。 

此外，公司积极承担国家级、省级重大研发与产业化项目累计超过 20 余项，

为公司发展提质增效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司共取得国内有效

授权专利 894 项，包括发明专利 531 项，实用新型专利 363 项。另外，公司还取

得韩国发明专利 6 项、中国台湾地区发明专利 1 项、日本发明专利 2 项、新加坡

发明专利 2 项。 
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凭借突出的创新成果，公司取得了多项荣誉，公司溅射靶材入选“2024新质

生产力年度十佳案例”，公司荣获“2023 年度中国新型显示产业链创新突破奖”，

并成功入选“第五届（2023 年）中国电子材料行业综合排序前 50 企业”、“第七届

世界浙商大会高质量发展领军企业”、“2024 民营企业发明专利 500 家”（位列第

182 位）。创新成果的不断涌现为公司培育和发展新质生产力提供了有力支撑。 

4、数字化转型和智能制造高效推行，数据治理精准实施 

在数字经济时代，数据是形成新质生产力的优质生产要素。公司数字化中心

秉承“数据驱动，治理先行”的理念，持续聚焦数据资产高质量管理，切实推动公

司数据治理水平的提升，不断深化数据挖掘与应用。报告期内，公司数据治理项

目一期圆满结束，项目组制定并发布江丰数据管理制度，建立数据中心，完成关

键业务域建模等重要任务，推动公司数据资产的标准统一、质量提升、资源共享、

安全可控，顺利取得 DCMM 数据管理能力成熟度稳健级（3 级）证书。 

报告期内，公司持续优化自动化产线布局，累计投产运行十余条自动化产线，

极大的提高了生产效率与良品率，公司半导体靶材产品全年准时交付率创近三年

新高，有力保障了交付顺畅。黄湖基地智能工厂设计完成，智能化立体仓储物流

以及多条自动化产线全面建设正式铺开。 

通过不断尝试与优化，公司逐步构建起稳健、高效的数据生态系统，数字化

转型升级和智能制造推行为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 

5、公司治理水平和信披质量有效提升，投资者权益切实保障 

公司持续完善公司治理，切实提高公司治理水平和信息披露质量，积极回报

投资者，主动履行社会责任，通过多项举措推动公司高质量发展和价值提升。公

司在深圳证券交易所创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露考核中再次获得

最高等级 A 级，凭借董事会的高效运作，公司成功入选“2024上市公司董事会优

秀实践案例”，得到了监管机构和资本市场的高度认可，树立了良好的资本市场

形象。 

报告期内，公司积极响应新“国九条”精神，持续完善《公司章程》中“利润分

配”等相关条款，并制定《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，保持利

润分配政策的连续性和稳定性，建立了持续、科学的投资者回报机制，引导投资

者树立长期投资和理性投资理念；公司还顺利实施回购股份方案，以集中竞价方
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式累计回购公司股份 102.02 万股，成交总金额达 5,200.45 万元（不含交易费用），

从而稳固与提振投资者信心。 

（六）营业收入情况 

1、报告期营业务收入情况 

    单位：人民币元 

 

2024 年 2023 年 

同比增减 

金额 
占营业收入比

重 
金额 

占营业收入比

重 

营业收入合计 3,604,962,847.84 100% 2,601,608,568.67 100% 38.57% 

分行业 

计算机、通信和其

他电子设备制造

业 

3,604,962,847.84 100.00% 2,601,608,568.67 100.00% 38.57% 

分产品 

超高纯靶材 2,333,453,280.70 64.73% 1,672,565,552.06 64.29% 39.51% 

精密零部件 886,702,340.41 24.60% 570,121,065.79 21.91% 55.53% 

其他 384,807,226.73 10.67% 358,921,950.82 13.80% 7.21% 

分地区 

内销 2,159,508,496.94 59.90% 1,457,244,702.34 56.01% 48.19% 

外销 1,445,454,350.90 40.10% 1,144,363,866.33 43.99% 26.31% 

分销售模式 

直销 3,506,882,072.44 97.28% 2,509,748,411.68 96.47% 39.73% 

代理 98,080,775.40 2.72% 91,860,156.99 3.53% 6.77% 

 

2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的

情况 

单位：人民币元 

 营业收入 营业成本 毛利率 

营业收入比

上年同期增

减 

营业成本比上

年同期增减 

毛利率比上

年同期增减 

分行业 

计算机、通信

和其他电子设

备制造业 

3,604,962,847.84 2,589,279,351.11 28.17% 38.57% 40.58% -1.03% 
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分产品 

超高纯靶材 2,333,453,280.70 1,601,896,003.52 31.35% 39.51% 33.86% 2.90% 

精密零部件 886,702,340.41 671,526,338.79 24.27% 55.53% 61.53% -2.81% 

其他 384,807,226.73 315,857,008.80 17.92% 7.21% 37.68% -18.16% 

分地区 

内销 2,159,508,496.94 1,566,288,414.66 27.47% 48.19% 48.77% -0.28% 

外销 1,445,454,350.90 1,022,990,936.45 29.23% 26.31% 29.65% -1.82% 

分销售模式 

直销 3,506,882,072.44 2,517,005,857.77 28.23% 39.73% 41.93% -1.11% 

代理 98,080,775.40 72,273,493.34 26.31% 6.77% 5.59% 0.82% 

三、公司资产、费用同比发生重大变动的说明 

（一）资产构成重大变动情况 

单位：人民币元 

 

2024 年末 2024 年初 

比重增减 重大变动说明 

金额 
占总资产

比例 
金额 

占总资产

比例 

货币资金 1,155,079,340.99 13.29% 958,947,321.80 15.29% -2.00%  

应收账款 1,005,134,213.89 11.57% 665,331,836.45 10.61% 0.96% 

主要系报告期内公司

营业收入持续增长所

致。 

存货 1,450,613,954.01 16.69% 1,090,400,655.05 17.39% -0.70% 
主要系报告期根据需

求备货增加所致。 

投资性房地产 110,458,179.53 1.27% 64,684,719.36 1.03% 0.24% 
主要系报告期内出租

房屋增加所致。 

长期股权投资 427,156,556.79 4.92% 270,648,296.49 4.32% 0.60% 

主要系报告期内对北

京江丰同创半导体产

业基金（有限合伙）增

加投资所致。 

固定资产 1,299,858,918.27 14.96% 1,063,659,405.79 16.96% -2.00%  

在建工程 2,006,304,725.43 23.09% 950,627,727.43 15.16% 7.93% 

主要系报告期内在安

装设备和厂房、装修工

程增加所致。 

使用权资产 76,444,862.06 0.88% 58,422,100.07 0.93% -0.05% 
主要系报告期内长期

承租的房屋增加所致。 
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短期借款 398,225,464.08 4.58% 185,173,784.73 2.95% 1.63% 

主要系报告期内公司

根据资金需求增加短

期借款所致。 

合同负债 8,696,840.31 0.10% 8,340,408.66 0.13% -0.03%  

长期借款 1,388,157,000.00 15.98% 749,980,000.00 11.96% 4.02% 

主要系报告期内公司

根据资金需求增加中

长期借款所致。 

租赁负债 43,207,865.43 0.50% 34,496,102.97 0.55% -0.05%  

预付款项 21,296,632.07 0.25% 33,924,730.41 0.54% -0.29% 
主要系报告期内预付

货款减少所致。 

其他应收款 10,394,539.97 0.12% 34,063,355.03 0.54% -0.42% 
主要系报告期末应收

出口退税额减少所致。 

其他流动资产 221,461,936.61 2.55% 71,466,609.46 1.14% 1.41% 
主要系期末进项留抵

增加及科目转列所致。 

其他非流动金

融资产 
198,382,516.71 2.28% 285,882,800.23 4.56% -2.28% 

主要系报告期内公司

出售的中芯国际股票

所致。 

其他非流动资

产 
56,558,739.95 0.65% 101,998,292.41 1.63% -0.98% 

主要系预付长期资产

购置款增加及科目转

列所致。 

应付账款 1,264,747,608.22 14.55% 835,981,572.85 13.33% 1.22% 

主要系应付工程等长

期资产的款项及材料

货款增加所致。 

应付职工薪酬 87,693,183.78 1.01% 64,695,199.62 1.03% -0.02% 
主要系公司人员增加，

工资薪金增加所致。 

应交税费 64,485,706.67 0.74% 42,675,058.28 0.68% 0.06% 

主要系报告期内公司

利润增加应交所得税

增加所致。 

其他应付款 20,400,386.85 0.23% 48,419,815.13 0.77% -0.54% 

主要系报告期内限制

性股票回购义务减少

所致。 

一年内到期的

非流动负债 
848,585,661.50 9.77% 91,282,339.45 1.46% 8.31% 

主要系一年内到期的

长期借款增加所致。 

（二）费用变化情况  

 单位：人民币元 

 2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明 
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销售费用 114,619,252.32 87,620,009.88 30.81% 

主要系营业收入持续增长，

销售相关的人员工资、服务

费等增长所致。 

管理费用 273,312,933.86 226,750,374.30 20.53%  

财务费用 15,129,416.30 -16,727,266.91 190.45% 主要系利息费用增加所致。 

研发费用 217,289,761.68 171,764,895.37 26.50%  

四、 现金流量变动的说明 

单位：人民币元 

项目 2024 年 2023 年 同比增减 

经营活动现金流入小计 3,308,985,128.79 2,507,962,685.82 31.94% 

经营活动现金流出小计 3,405,314,971.47 2,256,937,051.59 50.88% 

经营活动产生的现金流量净

额 
-96,329,842.68 251,025,634.23 -138.37% 

投资活动现金流入小计 131,315,379.79 57,592,100.00 128.01% 

投资活动现金流出小计 1,481,231,597.64 1,083,681,925.62 36.69% 

投资活动产生的现金流量净

额 
-1,349,916,217.85 -1,026,089,825.62 -31.56% 

筹资活动现金流入小计 2,190,586,637.62 1,470,597,926.59 48.96% 

筹资活动现金流出小计 583,366,118.60 1,057,803,895.46 -44.85% 

筹资活动产生的现金流量净

额 
1,607,220,519.02 412,794,031.13 289.35% 

现金及现金等价物净增加额 166,535,668.51 -355,775,567.30 146.81% 

（1）经营活动产生的现金流量净额：2024 年度较上年同期减少 34,735.55 万元，降幅为

138.37%，主要系报告期根据需求备货增加所致。 

（2）投资活动产生的现金流量净额：2024 年度较上年同期减少 32,382.64 万元，降幅为

31.56%，主要系报告期内购买设备、支付工程款及对外投资增加所致。 

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2024 年度较上年同期增加 119,442.65 万元，增幅为

289.35%，主要系公司根据资金需求增加银行贷款所致。 

（4）现金及现金等价物净增加额：2024 年度较上年同期增加 52,231.12 万元，增幅为 146.81%，

主要系公司根据资金需求增加银行贷款所致。 
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五、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响  

（一）重要会计政策变更 

会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 

执行《企业会计准则解释第 17号》“关

于流动负债与非流动负债的划分；关于

供应商融资安排的披露；关于售后租回

交易的会计处理”的规定 

无 0.00 

执行《企业数据资源相关会计处理暂行

规定》 
无 0.00 

执行《企业会计准则解释第 18号》“关

于不属于单项履约义务的保证类质量

保证的会计处理”的规定 

无 0.00 

六、 利润分配情况 

以 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 265,338,583 股扣除回购专用证券账户

中已回购股份 1,020,200 股后的股本 264,318,383 股为基数，每 10 股派发现金股

利人民币 3.06 元（含税），合计派发现金股利人民币 80,881,425.19 元（含税），

不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 

本预案需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施，若 2025 年 1 月 1

日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因股权激励授予股份回购注销

等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账

户中已回购股份（尚未用于股权激励或员工持股计划）的可分配股份总数为基数，

公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，实际

分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 

 

 

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 

 2025年4月15日 
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